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前言 
      日新月异的科技进步,让回流焊制程面临着前所未有

的挑战.电子线路板复杂的热传导性和电子线路板高产能
要求.将回流焊制程在电子线路组装中变的更复杂;另外无
铅制程将回流焊制程窗口变得更窄.有的用户不得不更改
和更新已有的制程和设备.我们必须注意到焊点可靠性和
生产线速度是两个不可妥協的关键. 

      回流焊制程需设定各种参数,这些参数决定着制程是
否可被优化,然后回流焊设备最关键的核心便是它的热传
输性,优良的热传输性能直接影响到最大温差值及能源的
消耗.过快的对流热风速度会直接影响着电子元器件在基
板上的牢固性,而过高的温度将损坏电子元器件.介于这样
的原因,许多用户选择降低生产线速度,这样可使电子线路
在回流区停留更长的时间,降低最大温差值.可是同时增加
了焊点的液态时间,这将直接影响焊点的强度和结构. 

 



                          设备外型 
•更美观时尚外形，配合流线型设计 
•内部空间更大，维修维护更为方便. 
•机体尺寸为：4830 x 1440 x 1650mm  
•重量：2550 Kg;  
•电压：3相，380Vac，50Hz 
•功率：启动≤41Kw (分段加热), 正常操作≤ 

11.5Kw; 

             炉膛 
 
--良好的炉膛密封设计 
    
   -超低.高温报警 
 
    -可选择链条或网带使用 
 
      -节省成本 
      

        -提高产能 
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        双导轨（选项） 
-两边可同时过50-210MM宽的PCB板 

-两条导轨单独移动 

-直线式同步调宽设计 

-不会掉、卡板现象发生 

-提高生产效益 

  

  

         导轨固定装置 
- 固定导轨，机械性可调  

       -耐高温活动轮,长时间运行调宽自         
如 
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     防串温鲜风补给系统 
 

●  50℃降温时间只要7-8min 
 
● 不会因降温慢而打开炉子,污染车间 

 
●   容易达到曲线要求 
● 可快速更换不同PCB的制程要求 
● 节约时间成本 
      
    (例:锡膏制程转红胶制程同行业的炉子需要等待1.5-2.0小时才可恒温过板,采用这款设计

可节省1.0-1.5小时,按1条线每天换一次线,每次节约1小时,每小时产能按4’000元人民
币计算,10条线40’000元人民币,那么1年就可节约14’600’000元人民币.) 
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加热温区 

• 高转速进口热风电机，提供高风速及风压达至 90cfm 
以上 

• 电脑控制变频器可调风速，可随意改变预热，恒温及
回焊区风速. 

• 特有涡轮增压方式，配合流动力学设计的多层多孔均
风板，确保高熱能及横向温度均匀度，达至±1.5˚C. 

• 发热丝式加热体，安装于负压位置，让加热过程波动
极微，停止加热反应快速，配合流动力学计算温区距
离,绝无串温情况出现. 

• 温区之间温度设定可达 90˚C之差距, 而上下温区设定
亦可达 70˚C，各温区最高设定可达350˚C 
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加热温区 

• 特别部分1： 

   利用独特涡轮增压，确保高风量将足够热能带到产品上，
使得焊点充份融化，同时能避免由于风量不足导致发热体
温度过高而缩短寿命。有效地减小设定温度与产品实际所
得温度之差距，并可获得更顺滑的温度曲线. 
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     冷冻式助焊剂过滤系统，比风冷式回收系统更快速有效,独立安装式，
方便清洁，保养简单将大部分雾化助焊剂凝结收集，符合ISO 14000 的
环保要求. 

松香回收系统(专利技术设计). 

• 特有设计带冷冻效果助焊剂过滤部份，
比一般风冷形式更快速凝固雾化助焊
剂. 

• 将气体抽离炉腔才进行冷却，避免部
份助焊剂于炉腔内凝固. 

• 专有设计凝固部份，内置大量圆形塑
料球，增加凝固面积，同时，提供易
于装拆可行性，方便周期性清洗. 

• 松香废气回收系统(专利技术设计).可
保持炉膛干净,使PCB和SMT元件不受污
渍 
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冷却部份 

• 配合工业用途冷干机，出口温度在2-10˚C,比一般水冷形式的14-16˚C 
• 更低温， 
• 带抽湿功能，让无铅产品能快速冷却，同时由于不产生冷盈水优点， 
• 故更有效避免再氧化情况出现. 
• 双循环，提供温度下降率达4-7˚C/sec的可行性.无须在炉腔内安装冷 
• 盈管，不出现一般水冷形式冷盈管结聚松香缺陷. 
• 可直接连接使用氮气冷却，方便快捷. 
• 式设计，节省冷冻资源，减小浪费.                                                           

没有PCB时
的大循环 

有PCB时的小
循环 工业冷干机 

风冷冷却系统
（8+3）（10+3） 
快速而有效设计
的冷供应系统 
维修方便 

双循环式冷却区，节省
冷冻资源，同时由于配
合冷干机使用，无需安
装热交换器，避免松香
积聚，便于清拆。上下
双面冷却，可让于高温
情况下的无铅产品双面
同时降温，避免单面冷
却做成元件及焊点因板
材弯曲变形导致撕裂. 

双冷却区 
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充氮部份 

• 可选择预留氮气装置，容后安装，增加灵活性. 
• 一体式炉腔设计，使用精密焊接技术，一体成型，高效提供密封性，保证达至 300-500 

ppm 而氮气用量只为大概 25m³/hr. 
• 中英合资氧浓度分析仪及氮气流量表，准确控制用量及掌握氧浓度. 
• 各温区及冷却区独立充氮，确保整个焊接过程绝无发生再氧化情况. 

氧浓度分析仪及流量表 
自动申缩防串温系统(专利技术设计),减少了温 
区与温区之间气流串通以及降低用电和氮气用量. 
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传动部份 

• 机型提供 550mm(网带) 与 500mm(链条) 宽度以供多种用途选择. 

• 导轨使用专用合金材料及特殊处理设计，有效防止高温变形及链条的
磨损. 

• 电脑控制变频器调整速度达至 1380mm/min 

• 自动调整导轨宽度，准确度达至±1mm. 

• 整体宽度利用传动杆配以齿轮结构，避免使用传统链条带动方式引起
的宽度误差及虚位. 

• 宽度使用前，中，后共 4条齿条控制，确保一致宽度. 

• 中央支撑系统(选项,专利技术设计)可供选择，与链条同步，用以避
免较宽或较重之产品于加热过程中下垂变形. 
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排风部份 

•进出板两端皆备有强制式排风装置，流量达 

280m³/hr.无须再依赖厂房原有排风装置，不再因

排风不足而导致大量松香积聚于炉腔内. 

•当充氮使用时，配合适当调节排风量，更可有效

阻挡外界空气进入炉腔. 
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操控 
• 整机利用工业用途电脑，监控所有操作部份. 

• Windows 2000 操作平台，可选择中，英文界面,如果
需要其它版本的操作平台可以特殊提供. 

• 智能监控功能，记录及显示整个操作过程中一切动作
与故障. 遇有故障出现，提供声光报警及自保护功能. 

• 内置3通道温度曲线测试功能，附带强大的温度分析
软件. 

• 软件控制分段式加热升温，避免一次性拿取太大电流，
并确保低启动功率. 

 



整体运风方式 

◆ Superior cross profile 

-> Enables Lead-free soldering 

    预热区                         保温区                          焊接区                     冷却区 

1温区   2温区   3温区   4温区  5温区  6温区  7温区   8温区          冷却区 

280mm  280mm  280mm  280mm  280mm  280mm 280mm 280mm         1000mm 



多种锡膏曲线条件设定的测试 

•一台回流焊设计到市场后会针对各家生产
使用，不同的锡膏对回流焊的要求不同，
因此测试回流焊在针对不同的锡膏适用能
力是设备重要参数。 

•用 千住，ALPHA，KESTER，三种锡膏进
行设定测试。 



温度曲线 

 千住M-705温度标准曲线图 千住M-705温度实测曲线图 

测温探头位置 

1: 板面IC                4: BGA内部 

2: BGA内部             5: 板面IC 

3: 板面小元件          



温度曲线 

 ALPHAOM-338温度标准曲线图 

 

  

 

 

ALPHAOM-338温度实测曲线图 

测温探头位置 
1: 板面IC                4: BGA内部 
2: BGA内部             5: 板面IC 
3: 板面小元件          

 



  相關認證報告 
產品和CE認證. 



  
與PCB板直接接觸之部件的SGS認證. 

鏈扣 不銹鋼板 回流焊網帶 



  
72小时后的老化测试结果OK. 



总结 
      针对无铅化制程的需要,简洁方便的设计降低
了用户日常维护的时间,无论你的工厂在哪里,用何
种语言,KINCE都可提供快捷的服务. 

      针对无铅化制程,我们组成了无铅制程焊接技
术小组,给客户提供无铅工艺的培訓,传送最新的无
铅信息,我们的誓言便是: 

      提供客户满意产品与服务. 

      对技术持续进步与创新. 

      制造出最好的焊点连接回報客戶. 



  

Thank You 

谢谢 


